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(57) Abstract: According to the invention, the 
cooling capacity of an electronic component 
(4) may be improved with simple means, 
whereby the electronic component (4) is 
provided with a housing cup (2), produced by 
an extrusion method, the cup base (7) of which 
is formed to give a cooling body (8), integral 
with the housing cup (2). 



(57) Zusammenfassung: Urn mit einfachen 
Mitteln die Warmeabgabefahigkeit eines 
elektronischen Bauteils (4) zu verbessern, 
ist das elektronische Bauteil (4) mit einem 
durch FlieBpresstechnik hergestellten Gehau- 
sebecher (2) versehen, dessen Becherboden 
(7) zu einem mit dem Gehausebecher (2) 
einstuckigen Kiihlkdrper (8) ausgeformt ist. 
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